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Beschrelbung 

Stand derTechnlk 

[0001} Die Erfindung geht aus von einem Verfahren 
nach der Gattung des Hauptanspaichs. Aus der US 
5,255,155 ist es bekannt, Leiterplatten in einem Kraft- 
fahrzeug anzuordnen und mittels Folienleiterbahnen zu 
verbinden. Hierbei ist es jedoch erforderlich, die Leiter- 
platten schon vor einer Montage in dem Fahrzeug elek- 
trisch leitend mit den Folien zu verbinden und dann die 
bereits verbundenen Leiterplatten mit den Folien in dem 
Kraftfahrzeug zu montieren. Insbesondere bei der Mon- 
tage in einem Cockpitmodul, in dem z.B. eine Klima- 
steuerung, ein Radio und Anzeigeinstrumenteangeord- 
net sind, mussen eine Vieizahl von Leiterplatten glelch- 
zeitig montiert werden. Hierbei konnen die Folienleiter- 
bahnen mechanisch belastet und zerstort werden. Fer- 
ner ist es bei Komponenten, die von verschiedenen Her- 
stellern erzeugt werden, mdglicherweise erforderiich, 
die Fiihrung der Leiterbahnfolien an die Anschlusse der 
elnzelnen Leiterplatten anzupassen, wodurch bei dem 
Schnitt der Leiterbahnfolien ein hoher Verlust entstehen 
kann oder eine Vieizahl verschieden zugeschnittener 
Leiterbahnfolien erforderlich ist. 

Vortelle der Erfindung 

[0002] Das erfindungsgemaBe Verfahren mit den 
Merkmalen des Hauptanspruchs hat demgegenuber 
den Vorteil, daB es ohne einen hohen Montageaufwand 
mfcglich ist, mehrere Leiterplatten In einem Fahrzeug 
elektrisch leitend miteinander zu verbinden. Da zu- 
nachst in einem MetallisierungsprozeB alle notwendi- 
gen Leiterbahnen auf einem Trager aufgebracht wer- 
den, ist es anschlieBend auf einfache Welse moglich, 
eine Leiterplatte einzeln auf diesem Trager anzuordnen. 
Die Anordnung von Leiterplatten kann somit nacheinan- 
der erfolgen. Hierdurch ist es insbesondere moglich, 
nach jeder Anordnung zu prufen, ob die elnzelnen Lei- 
terplatten jeweils auch vollstandig elektrisch leitend 
kontaktiert wurden. Ein weiterer Vorteil Ist, daB auf Ver- 
bindungsdrahte Oder Folienleiterbahnen, die von der 
Leiterplatte wegfuhren, verzichtet werden kann, da alle 
Leiterbahnen, die zu der Leiterplatte fuhren, bereits in 
dem Trager vorhanden sind. Die an dem Trager ange- 
ordneten Leiterbahnen kdnnen vor einer Installation von 
Leiterplatten auf ihre Leitfahigkeit und/oder auf Kurz- 
schlusse gepruft werden. 

[0003] Durch die in den Unteranspriichen aufgefuhr- 
ten MaBnahmen sind vortellhafte Weiterblldungen und 
Verbesserungen des im Hauptanspruch angegebenen 
Verfahrens moglich. Besonders vorteilhaft Ist es, wenn 
die Leiterplatte mit einem Leitkieber an einen bei der 
Metallislerung der Oberflache des Tragers erzeugten, 
hervorstehenden Kontakt mit einem Leitkieber ange- 
klebt wird. Hierdurch ist es moglich, den Fertigungs- 
schrltt der Anordnung der Leiterplatte auf das Auftragen 



eines Leitklebers und das Anordnen der Leiterplatte an 
den Kontakt zu reduzieren. Wahrend der Oberflachen- 
metallislerung kann der entsprechende Kontakt an der 
Oberflache des Tragers mit ausgeformt werden. 
5 [0004] Weiterhin ist es vorteilhaft, die Leiterplatte mit 
einer dafur vorgesehenen Offnung urn einen an der 
Oberflache des Tragers befindlichen Kontakt anzuord- 
nen, urn mit einem Pragestempel diesen Kontakt so zu 
verbreitern, daB er einerseits die Leiterplatte halt und 
sich andererseits ein elektrischer Kontakt zu einer dafur 
vorgesehenen Flache auf der Leiterplatte ergibt. Somit 
kann in einem Fertigungsschritt sowohl ein tragender 
Kontakt als auch eine elektrische Verbindung zwischen 
der Leiterplatte und dem Trager erstellt werden. 
[0005] Weiterhin ist es vorteilhaft, eine Vieizahl von 
Leiterplatten in einem Fahrzeug nach dem erfindungs- 
gemaBen Verfahren zu verbinden, da auf einfache Wei- 
se eine elektrische Verbindung direkt uber die Herstel- 
lung des Tragers realisiert werden kann. 
[0006] Ferner ist es vorteilhaft, daB auf der Leiterplat- 
te bereits elektrische Bauelemente angeordnet sind, so 
daB die Leiterplatte fertlg montiert in das Fahrzeug ein- 
gebrachtwerden kann. Dabei ist es weiterhin vorteilhaft, 
daB der Trager ein Teil eines Gehauses fur die minde- 
stens eine Leiterplatte 1st, so daB der Trager nicht nur 
die Leiterplatte tragt, sondem auch einen mechani- 
schen Schutz fur die Leiterplatte darstellt. Femer ist es 
vorteilhaft, den Trager teilweise aus metallisierbarem 
und teilweise aus metallabweisendem Polyamid zu fer- 
tigen, da so eine Herstellung des Tragers im 
SpritzguBverfahren auf einfache Weise moglich ist. Bei 
der Erstellung eines Cockpitmoduls kann hierdurch die 
auBere Form des Tragers an eine fur die Form des 
Cockpitmoduls gewunschte Form angepaBt werden. 
[0007] Ferner ist es vorteilhaft, daB die mindestens ei- 
ne Leiterplatte eine flexible Folie ist, so daB sie sich 
auch an eine nicht plane Gestaltung des Tragers anpas- 
sen kann, wie es z.B. eine abgerundete Oberflache ei- 
nes Cockpitmoduls erfordert. 

Zeichnung 

[0008] Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt und in dernachfolgenden Be- 
schrelbung naher eriautert. Es zeigen die Figuren 1a, 
1b und 1c ein erstes Ausfilhrungsbelsplel fur ein erfin- 
dungsgemaBes Verfahren zur Kontaktierung einer Lei- 
terplatte mit einem Trager, die Figuren 2a, 2b und 2c ein 
zweites Ausfuhrungsbeispiele fur ein erfindungsgema- 
Bes Verfahren zur Kontaktierung einer Leiterplatte mit 
elnem Trager, die Figuren 3a bis 3e ein drlttes Ausfilh- 
rungsbelsplel fur ein erfindungsgem&Bes Verfahren zur 
Kontaktierung einer Leiterplatte mit einem Trager. Die 
Figur 4 zeigt eine erfindungsgemaBe Anordnung von 
mehreren Leiterplatten auf einem Trager, die Figur 5a 
zeigt eine erfindungsgemaBe Anordnung mehrerer Lei- 
terplatten in einem Cockpitmodul eines Kraftfahrzeugs, 
die Figur 5b zeigt ein erfindungsgem&Bes AusfCihrungs- 
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beispiel fur eine Verschaltung mehrerer, an einem Kraft- 
fahrzeug angeordneter Lelterplatten. 

Beschreibung des Ausfuhrungsbeispiels 

[0009] In der Figur 1 a ist ein Trager 1 dargestellt, der 
eine Oberflache 3 aufweist. Auf der Oberflache 3 ist eine 
zweite Lelterbahn 2 aufgebracht. Von dem TrSger 1 und 
der zweiten Lelterbahn 2 ist lediglich ein kleiner Aus- 
schnitt dargestelit, an dem ein Kontakt zu einer Leiter- 
platte erstellt wird. Der Trager 1 Ist vorzugsweise aus 
einem Kunststoffmaterial gefertigt, z, B. Polyamid. Bis 
auf elnen, sich an der zweiten Lelterbahn 2 beflndlichen 
Bereich 5 des Tragers 1 ist der Trager aus einem me- 
tallabweisenden Material gefertigt, an dem Metall z.B. 
in einem Lotbad oder bel einer Bedampfung nicht oder 
nursehrschlecht haftet. Der Bereich 5, der an der Ober- 
flache 3 des Tragers llegt, ist jedoch so gefertigt, daB 
Metall bei einem Lottauchbad oder bei einer Bedamp- 
fung anhaftet. Die zweite Leiterbahn 2 fuhrt z.B. zu ei- 
nem in dem Trager beflndlichen, elektrischen Steckan- 
schluBoderzu einer welteren Lelterplatte. Der Trager 1 
Ist vorzugsweise als ein Cockpftmodul In einem Kraft- 
fahrzeug ausgefuhrt, wobei an dem Cockpitmodul An- 
zeigelnstrumente und Bedienelemente angeordnet 
sind, so z.B. die Geschwindigkeitsanzeige und das Ra- 
dio, die In der Figur nicht dargestellt sind. Auf die zweite 
Leiterbahn 2 wlrd ein Kontakt 6 aufgebracht, wobei der 
Kontakt 6 vorzugsweise aus einem Metall besteht. Dies 
ist in der Figur 1 b dargestellt. Hier und imfolgenden ent- 
sprechen glelche Bezugszeichen auch gleichen Ele- 
menten. Der Kontakt 6 wird z.B. wfihrend der Metallisie- 
rung der Oberflache 3 mit aufgebracht. Ferner Ist es 
auch m6glich, den Kontakt z.B. in einem Lotbad an der 
Oberflache 3 anzubringen. Anschiie3end werden eine 
Leiterplatte 7 mit einer ersten Leiterbahn 8 und einem 
Kontaktbereich 9 an dem Kontakt 6 angeordnet, wie es 
in der Figur 1c dargestelit ist. Die erste Leiterbahn 8 und 
der Kontaktbereich sind gestrichelt dargestellt. Sie be- 
f inden sich auf der dem Trager 1 zugewandten Seite der 
Leiterplatte 7. In einem in der Figur nicht dargestellten 
Ausfuhrungsbeispiel ist die erste Leiterbahn 8 auch auf 
die dem Trager 1 abgewandte Seite der Leiterplatte 7 
gefuhrt. In der Figur 1c ist nur ein Ausschnitt aus der 
Leiterplatte 7 dargestellt, die Umgebung des Kontakt- 
berelchs 9. Auf der Leiterplatte 7 angeordnete elektri- 
sche Bauelemente sind in der Figur nicht dargestellt. In- 
dem vor einer Kontaktierung Leitkleber 10, also elek- 
trisch leitfShiger Klebstoff, auf den Kontaktbereich 9 
und/oder den Kontakt 6 aufgebracht wird, besteht nun 
ein leitflhlger Kontakt zwlschen der ersten Lelterbahn 
8 und der zweiten Lelterbahn 2. Das Verfahren Ist nicht 
auf die Anordnung von Lelterplatten und Tragem mit Je- 
wells einer Leiterbahn beschrankt, sondern es konnen 
auch mehrere Lelterbahnen auf einem Trager mit meh- 
rerenmetallischen Kontakten in einem Fertlgungsschritt 
mit einer Leiterplatte mit einer Vielzahl von Kontaktbe- 
reichen und Lelterbahnen kontaktiert werden. 



[0010J Anhand der Figuren 2a-2c wird ein weiteres er- 
flndungsgemaBes Verfahren zur Kontaktierung be- 
schrieben. in der Figur 2a ist die Leiterplatte 7 mit der 
ersten Lelterbahn 8 In dem Kontaktbereich 9 dargestellt. 
5 Auf den Kontaktbereich 9 wird ein zweiter metallischer 
Kontakt 1 1 aufgebracht. Dies ist in der Figur 2b gezeigt. 
Das Aufbringen kann z.B. durch das Aufbringen von Lot- 
zinn erfolgen. In der Figur 2c ist die Leiterplatte 7 dar- 
gestellt, die mittels Leitkleber 12 uber den Kontaktbe- 
reich 9 mit der zweiten Leiterbahn 2 auf der Oberflache 
3 des Tragers 1 kontaktiert worden ist. Das zu den Fi- 
guren 2a bis 2c beschriebene Verfahren unterscheidet 
sich von dem zu den Rguren 1a bis 1c beschriebenen 
Verfahren dadurch, daB hier zunachst ein metallischer 
Kontakt auf der Leiterplatte 7 angeordnet wird, der erst 
anschlieBend mit der zweiten Lelterbahn 2 auf dem Tra- 
ger 1 in Kontakt gebracht wird. 
[0011] Anhand der Figuren 3a-3e ist ein weiteres er- 
MndungsgemaBes Verfahren beschrieben. Ausgehend 
von dem Trager 1 , wie er in der Figur 3a dargestellt ist 
und zu der Figur 1a beschrieben wurde, wird ein metai- 
lischer Kontakt 20 auf die zweite Leiterbahn 2 aufge- 
bracht. Dies ist in der Figur 3b dargestellt. Der metalli- 
sche Kontakt 20 ist vorzugsweise zylinderformlg ausge- 
fuhrt. Der metallische Kontakt 20 kann entweder durch 
Leitkleber auf die zweite Leiterbahn 2 geklebt werden 
oder bei der Metallislerung der Oberflache 3 ausgeformt 
werden. Auch Ist die Anordnung elnes metailischen Stlf- 
tes moglich, z.B, in einer Vertiefung des Tragers 1 . In 
der Figur 3c ist eine zweite Leiterplatte 21 dargestelit. 
[0012] Auf der zweiten Leiterplatte 21 ist auf einer 
dem Trager 1 abgewandten Oberflache 27 eine erste 
Leiterbahn 22 angeordnet. Die erste Leiterbahn 22 und 
die zweite Leiterplatte 21 weisen eine Offnung 24 auf, 
die von einem elektrisch mit der ersten Leiterbahn 22 
verbundenen Kontaktbereich 23 umgeben ist. Die zwei- 
te Leiterplatte 21 wird Qber den metailischen Kontakt 20 
mit der Offnung 24 gestulpt. Ein Pragestempel 25 be- 
wegt sich an der dem Trager abgewandten Seite der 
zweiten Leiterplatte 21 auf den metailischen Kontakt 20 
zu. Dies ist in der Figur 3d dargestellt. Durch den Pra- 
gestempel 25 wlrd der dritte metallische Kontakt in die 
Breite gedruckt und uber den Kontaktbereich 23 der 
zweiten Leiterplatte 21 erweitert. Der metallische Kon- 
takt halt nun, wie in der Figur 3e dargestellt, die zweite 
Leiterplatte 21 auf oder knapp Qber der Oberflache 3 
des Trfigers 1 . Femer steht die erste Lelterbahn 22 mit 
der zweiten Leiterbahn 2 uber den metailischen Kontakt 
20 und den Kontaktbereich 23 in einer elektrisch leiten- 
den Verbindung. Der Pragestempel 25 ist vorzugsweise 
erhitzbar ausgefuhrt, so daB er wahrend seiner Beruh- 
rung des metailischen Kontaktes 20 den metailischen 
Kontakt 20 erwarmt und formt. Hierzu ist der Prage- 
stempel 25 auf seiner dritten, dem metailischen Kontakt 
20 zugewiesenen Seite vorzugsweise konkav ausge- 
fflhrt. Dies Ist in der Zeichnung durch eine gestrichelte 
Linie 26 dargestellt, Nach dem Pragen des metailischen 
Kontaktes 20 wird der Pragestempel 25 wieder von der 
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zweiten Leiterplatte21 entfernt. DieBewegung des Pr&- 
gestempels ist in den Figuren 3d und 3e durch Pfeile in 
Rlchtung des TrSgers 1 und von dem Trfiger 1 weg wei- 
send angedeutet. In der Figur 3e Ist die fertlg mlt dem 
Trager 1 kontaktierte zweite Leiterplatte 21 dargestellt. 
[0013] In der Figur 4 ist ein Trager 1 dargestellt, auf 
dessen Oberflache 3 eine erste Leiterplatte 30, eine 
zweite Leiterplatte 31 und eine dritte Leiterplatte 32 an- 
geordnet ist. Die Leiterplatten sind durch auf derOber- 
fl&che 3 angeordnete Leiterbahnen 33 elektrisch leitend 
miteinander verbunden. Mit den Leiterbahnen 33 ste- 
hen die Leiterplatten 30, 31 und 32 uber metallische 
Kontakte In Verbindung. Die metallischen Kontakte sind 
nach dem zu den Figuren 3a - 3e beschriebenen Ver- 
fahren erstellt. Fur die nfihere Beschreibung ist ein me- 
tallischer Kontakt 35 ausgewahlt. Uber einen oberen 
Bereich 36 steht der metallische Kontakt 35 in Verbin- 
dung zu elnem Randbereich37 einer Lelterbahn 38, die 
auf der ersten Leiterplatte 30 angeordnet ist. Eine wei- 
tere Leiterbahn 40 auf der ersten Leiterplatte 30 welst 
einen Steckkontakt 39 auf. Aus Grunden der Clbersicht- 
lichkeit sind auf den Leiterplatten angeordnete Bauele- 
mente in der Figur 4 nicht eingezeichnet. Der Trager 1 
weist eine Vorderseite 41 auf, die der Oberflache 3 ge- 
genGberliegt und auf die die Leiterbahnen von der Ober- 
flache 3 gefuhrt werden. Sie verlaufen dann auf der Vor- 
derseite 41 weiter. Dies Ist in der Zeichnung nicht dar- 
gestellt. 

[0014J In der Figur 5a ist ein Querschnitt durch ein 
Cockpitmodul 50 in einem Kraftfahrzeug dargestellt. 
Das Cockpitmodul 50 befindet sich in einem vorderen 
Bereich des Fahrzeugs und schlieBt elnerselts an einer 
Windschutzscheibe 51 und andererseits an einen Mo- 
torraum 49 des Fahrzeugs an. Vor dem Cockpitmodul 
50 befindet sich ein Lenkrad 52. Im Cockpitmodul be- 
finden sich Trageelemente 53, sowie Versorgungslei- 
tungen 54, wle z. B. Leitungen fur die Luftzufuhr. Das 
Cockpitmodul weist einen Hohlraum 55 auf, in dem ne- 
ben den genannten Trageelementen 53 und Versor- 
gungsleitungen 54 weitere Elemente angeordnet sind, 
z.B. elektrische Versorgungsleitungen, die aus Grunden 
der Uberslchtlichkelt der Zeichnung In der Figur nicht 
eingezeichnet sind. Die Wande 56 des Cockpitmoduls 
50 sind als Trager fur Leiterplatten 57ausgefuhrt. Dabei 
bilden die WSnde 56 auBerdem einen Sicht- und Be- 
ruhrschutz gegenQber einem sich vor dem Lenkrad 52 
beflndenden Benutzerdes Fahrzeugs. Die Leiterplatten 
57 sind in derzu den Figuren 1a bis 1c, 2a bis 2c, bzw. 
3a bis 3e beschriebenen Verfahren auf die als Trager 
fungierenden Wande 56 des Cockpitmoduls 50 ange- 
ordnet. Die Leiterplatten dienen z. B. der Ansteuerung 
von Anzeigelnstrumenten, dem Radio, der Kllmasteue- 
rung und/oder einer Navigationsvorrichtung in dem 
Fahrzeug. Auf den Leiterplatten sind elektrische Bau- 
elemente 59 angeordnet, vorzugsweise durch einen 
L6tprozeB, Insbesondere In SMD-Technik. Eine flexible 
Leiterplatte 81 , die aus einer flexiblen Folie gefertigt ist, 
ist in einer Ecke des Cockpitmoduls 50 angeordnet und 



paBt sich an die Form des Cockpitmoduls 50 an. Eine 
Abdeckung 80 umgibt eine der Leiterplatten 57. Die Ab- 
deckung 80 dient der elektromagnetischen Abschlr- 
mung und ist z.B. aus elnem leitfahigen Kunststoff aus- 
5 gefuhrt. Die Abstrahlung elektromagnetischer Strahlen, 
mit denen z.B. Schaltungen auf den ubrigen Leiterplat- 
ten beeinfluBt werden konnten, wlrd zumindest vermin- 
dert. 

[001 5J In der Figur 5b ist eine Schaltung zwischen ein- 

10 zelnen Funktionsgruppen und den Leiterplatten sche- 
matisch dargestellt. Das Cockpitmodul 50 ist durch eine 
gestrichelte Umrandung dargestellt. Eine erste Leiter- 
platte 60 dient der Ansteuerung einer Anzeigevorrich- 
tung 61 , zu der mehrere Leiterbahnen 62 fuhren. Bei 

'5 den einzelnen Verbindungen von Leiterbahnen zu an- 
deren Elementen in der Figur 5b stehen die eingezeich- 
neten Leiterbahnen symbolisch fur eine Vielzahl von 
Leiterbahnen. Die Anzahl der Leiterbahnen richtet sich 
nach der z.B. fur eine Spannungsversorgung und eine 

20 Datenubertragung erforderliche Anzahl von Leiterbah- 
nen. In der Anzeigevorrichtung 61 werden z.B. Ge- 
schwindigkeit und Drehzahl des Fahrzeugs angezeigt. 
Dlese werden von Sensoren 63, die auBerhalb des 
Cockpitmoduls 50 im Fahrzeug angeordnet sind, erfaBt 

25 und an eine Auswerteelektronik, die auf der ersten Lei- 
terplatte 60 angeordnet ist, weitergeleitet. Elektrische 
Bauelemente 64 sind auf der ersten Leiterplatte 60 an- 
gedeutet. Ebenso sind Leiterbahnen 65 auf der ersten 
Leiterplatte 60 angeordnet. Die erste Leiterplatte 60 ist 

30 Qber Leiterbahnen 66, die auf der Oberflache des Cock- 
pitmoduls angeordnet sind, mit einer zweiten Leiterplat- 
te 67 verbunden. Die zweite Leiterplatte 67 Ist mlt einem 
GPS-Empfanger 68 verbunden. Das GPS-Signal wird 
von einer auf der zweiten Leiterplatte 67 angeordneten 

35 Recheneinheit 58 ausgewertet und fur eine Ortung einer 
Fahrzeugposition verwendet. Die von der Rechenein- 
heit 58 ermrttelten Daten werden an eine auf der ersten 
Leiterplatte 60 angeordnete Ansteuerungselektronik 
der Anzeigevorrichtung 61 weitergeleitet und gelangen 

40 in der Anzeigevorrichtung 61 zur Anzeige. Die zweite 
Leiterplatte 67 ist mit einer dritten Leiterplatte 69 Qber 
Leiterbahnen 70 verbunden, und die dritte Leiterplatte 
69 ist wiederum uber Leiterbahnen 71 mit einem Bedle- 
nelement 72 verbunden, das uber Druckknopfe 73 und/ 

^5 oder Drehknopfe 74 verfugt. Mit dem Bedienelement 72 
ist es mogilch, die Anzeigevorrichtung 61 , die zumindest 
zur Ortung verwendete Recheneinheit 58 und eine auf 
der dritten Leiterplatte 69 angeordnete Klimasteuervor- 
richtung 75 zu beeinflussen. Die Klimasteuervorrich- 

50 tung 75 verfugt uber nicht naher erlauterte Aktoren und 
Sensoren 78, uber die LQftungsklappen gesteuert wer- 
den und Temperaturen Im Innenraum und AuBenraum 
gemessen werden. Aus Grunden der Ubersichtlichkeit 
der Zeichnung sind die Leiterbahnen auf der zweiten 

55 Leiterplatte 67 und der dritten Leiterplatte 69 nicht dar- 
gestellt. 
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PatentansprGche 

1 . Verfahren zur elektiischen Kontaktierung elner Lei- 
terplatte (7,21,30,57,60,81) und einem Trfiger 
(1,50) in einem Kraftfahrzeug, vorzugsweise in ei- 
nem Cockpftmodul, mit einer auf der Leiterplatte an- 
geordneten ersten Leiterbahn (8, 22, 65) und mit 
einer auf einem Trager angeordneten zweiten Lei- 
terbahn, (2, 62, 66, 70) wobel der Trfiger vorzugs- 
weise in einem SpritzguBverfahren teiiweise aus ei- 
nem metailisierbaren und teiiweise aus einem me- 
tailabweisenden Werkstoff geformt wird, wobel die 
Oberfiache (3) des Trfigers (1 ,50) mit metallabwel- 
senden und mit metailisierbaren (5) Bereichen aus- 
gefuhrt wird, wobei die zwelte Leiterbahn durch ei- 
ne Metallisierung des metailisierbaren Teils der 
OberflSche des Trfigers erstelit wird, wobei die er- 
ste Leiterbahn auf der Leiterplatte mit der zweiten 
Leiterbahn auf dem Trager elektrisch ieitend ver- 
bunden wird und wobei die Leiterplatte von dem 
Trager getragen wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, da 6 auf der zweiten Leiterbahn 
(2,62,66,70) bei der Metallisierung aus der Oberfia- 
che (3) des Tragers (1,50) ein hervorstehender 
Kontakt (6,20,11 ,35) ausgeformt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zetchnet, daB eine mit der ersten Leiterbahn ver- 
bundene Kontaktflfiche (9) der Leiterplatte mit ei- 
nem Leitkleber (10) an den Kontakt (6) angeklebt 
wird. 

4. Verfahren nach einem der Ansprtiche 2,3, dadurch 
gekennzelchnet, daB der Kontakt (20) in eine 6ff- 
nung (24) der Leiterplatte eingefuhrt wird, daB von 
einer von der der Oberfiache (3) des Tragers (1 ,50) 
abgewandten Seite der Leiterplatte ein Pragestem- 
pel (25) auf den Kontakt gedriickt wird, daB der 
Kontakt (20) durch die uber den Pragestempel 
Obertragen e Kraft zumindest auf der der Oberflfiche 
des Tragers abgewandten Seite der Leiterplatte 
verbreitert wird und daB der verbreiterte Kontakt auf 
eine an der Leiterplatte angeordnete, mit der ersten 
Leiterbahn (22) elektrisch Ieitend verbundene Flfi- 
che (25) gedrQckt wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zelchnet, daB der Kontakt (20) wfihrend oder vor 
einer BerOhrung durch den Prfigestempel (25) er- 
hltztwird. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zelchnet, daB auf der Leiterplatte ein mit der zwei- 
ten Leiterbahn (2) elektrisch Ieitend verbundener 
und uber die Oberfiache (3) der Leiterplatte heraus- 
ragender Kontakt (6) angeordnet wird und daB der 
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Kontakt auf eine Kontaktflache der ersten Leiter- 
bahn geklebt wird. 

7. Verfahren zum Verblnden von Leiterplatten in ei- 
s nem Kraftfahrzeug, wobei die Leiterplatten (57) 

nach einem Verfahren nach einem der vorherigen 
Ansprtiche (1-6) mit einem Trager kontaktiert wer- 
den, dadurch gekennzelchnet, daB die Leiterplat- 
ten mit elektrischen Bauelementen bestuckt wer- 
10 den, daB die Leiterplatten in einem Cockpitmodul 
(50) angeordnet werden und daB die Leiterplatten 
jeweils miteinander uber auf dem Trager angeord- 
nete zweiten Lelterbahnen elektrisch Ieitend ver- 
bunden werden. 

15 

8. Vorrichtung mit einem Trfiger (1 , 50) und mit min- 
destens einer Leiterplatte (7, 21, 30, 57, 60, 81) in 
einem Kraftfahrzeug, wobel auf der Leiterplatte (7, 
21, 30, 57, 60, 81) erste Lelterbahnen (8, 22, 65) 

20 und elektrische Bauelemente (59, 64) angeordnet 
sind, wobei auf dem Trager (1 , 50) zweite Lelter- 
bahnen (2, 62, 66, 70)angeordnet sind, und wobei 
die ersten und die zweiten Leiterbahnen nach ei- 
nem Verfahren nach den Ansprtichen 1 bis 6 elek- 

25 trlsch ieitend verbunden sind. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zelchnet, daB der Trfiger (1 , 50) ein Tell eines Ge- 
hauses fur die mindestens eine Leiterplatte (7, 21 , 

30 30,57,60, 81) ist. 

10. Vorrichtung nach einem der Ansprtiche 8-9, da- 
durch gekennzelchnet, daB der Trager (1 , 50) zu- 
mindest teiiweise aus metallisierbarem Polyamid 

35 und zumindest teiiweise aus metallabweisendem 
Polyamid gefertigt ist. 

11. Vonichtung nach einem der Ansprtiche 8-10, da- 
durch gekennzelchnet, daB die mindestens eine 

^o Leiterplatte eine flexible Folie (81 ) ist. 

12. Vorrichtung nach einem der AnsprOche 8-11, daB 
eine Vielzahl von Leiterplatten (30, 31 , 32, 60, 67, 
69) in dem Kraftfahrzeug angeordnet sind, daB auf 

& den Leiterplatten (30,31 , 32, 60, 67, 69) die Ansteu- 
erelektronik fOr eine Anzeigevorrichtung (61) , fur 
eine Kllmasteuerungsvorrichtung (75) , fQr eine Ra- 
diovorrichtung und/oder fur eine Navigationsvor- 
richtung (58) angeordnet ist. 

50 

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zelchnet, daB die Leiterplatten (30, 31 , 32, 60, 67, 
69) zumindest teiiweise von einer elektromagneti- 
schen Abschlrmabdeckung (80) umgeben sind. 

55 
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Claims 

1 . Method for making electrical contact with a printed 
circuit board (7, 21 , 30, 57, 60, 81) and a carrier (1 , 
50) in a motor vehicle, preferably in a cockpit mod- 
ule, having a first conductor track (8, 22, 65) which 
is arranged on the printed circuit board and having 
a second conductor track (2, 62, 66, 70) which is 
arranged on a carrier, the carrier being preferably 
moulded using an injection moulding method, par- 
tially from a metallizable and partially from a metal- 
repellent material, the surface (3) of the carrier (1 , 
50) being formed with metal-repellent and metalliz- 
able (5) regions, the second conductor track being 
created by metallizing the metallizable part of the 
surface of the carrier, the first conductor track on 
the printed circuit board being electrically conduc- 
tively connected to the second conductor track on 
the carrier, and the printed circuit board being sup- 
ported by the carrier. 

2. Method according to Claim 1, characterized in 
that, during the metallization, a contact (6, 20, 11 , 
35) which protrudes from the surface (3) of the car- 
rier (1 , 50) is formed on the second conductor track 
(2, 62, 66, 70). 

3. Method according to Claim 2, characterized in that 
a contact face (9), connected to the first conductor 
track, of the printed circuit board is bonded to the 
contact (6) using a conductive bonding agent (1 0). 



7. Method for connecting printed circuit boards in a 
motor vehicle, the printed circuit boards (57) being 
placed In contact, according to a method according 
to one of the preceding claims (1-6), with a carrier, 

5 characterized in that the printed circuit boards are 
equipped with electrical components in such a way 
that the printed circuit boards are arranged in a 
cockpit module (50), and In that the printed circuit 
boards are each electrically conductively connect- 

10 ed to one another via second conductor tracks 
which are arranged on the carrier. 

8. Device having a carrier (1 , 50) and having at least 
one printed circuit board (7, 21 , 30, 57, 60, 81 ) in a 

is motor vehicle, first conductor tracks (8, 22, 65) and 
electrical components (59, 64) being arranged on 
the printed circuit board (7, 21 , 30, 57, 60, 81), sec- 
ond conductor tracks (2, 62, 66, 70) being arranged 
on the carrier (1 , 50) and the first and second con- 
20 ductor tracks being electrically conductively con- 
nected according to a method according to Claims 
1 to 6. 

9. Device according to Claim 8, characterized in that 

25 the carrier (1 , 50) is part of a housing for the at least 
one printed circuit board (7, 21 , 30, 57, 60, 81). 

10. Device according to either of Claims 8 and 9, char- 
acterized in that the carrier (1 , 50) is fabricated at 

30 least partially from metallizable polyamide and at 
least partially from metal-repellent polyamide. 
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4. Method according to either of Claims 2 and 3, char- 
acterized in that the contact (20) is introduced into 

an opening (24) in the printed circuit board, in that 35 
a die (25) is pressed onto the contact from one side 
of the printed circuit board facing away from the sur- 
face (3) of the carrier (1 , 50), in that the contact (20) 
is widened by the force transmitted via the die, at 
least on the side of the printed circuit board facing 40 
away from the surface of the carrier, and that the 
widened contact is pressed on to a surface (25) 
which is arranged on the printed circuit board and 
is electrically conductively connected to the first 
conductor track (22) . 

5. Method according to Claim 4, characterized In that 
the contact (20) is heated during or before It is 
touched by the die (25). 

so 

6. Method according to Claim 1 , characterized In that 
a contact (6) which is electrically conductively con- 
nected to the second conductor track (2) and pro- 
trudes above the surface (3) of the printed circuit 
board is arranged on the printed circuit board, and 55 
in that the contact is bonded to a contact face of 

the first conductor track. 



11 . Device according to one of Claims 8-10, character- 
ized in that the at least one printed circuit board is 
a flexible film (81). 

12. Device according to one of Claims 8-1 1 , character- 
. ized In that a multiplicity of printed circuit boards 

(30, 31 , 32, 60, 67, 69) are arranged in the motor 
vehicle, in that the drive electronics for a display 
device (61), for an air-conditioning control device 
(75), for a radio device and/or for a navigation de- 
vice (58) are arranged on the printed circuit boards 
(30, 31,32, 60, 67, 69). 

13. Device according to Claim 12, characterized In 
that the printed circuit boards (30, 31, 32, 60, 67, 
69) are at least partially surrounded by an electro- 
magnetic screening cover (80). 



Revendications 

1. Proc6d6 pour I'etablissement d'un contact electri- 
que entre une carte de circuits imprlmes (7, 21 , 30, 
57, 60, 81) et un support (1, 50) dans un v6hlcule 
automobile, de preference dans un module de pos- 
te de pilote, avec un premier circuit imprim6 (8, 22, 
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65) dispose sur la carte de circuits Imprimis et avec 
un deuxi&me circuit imprime (2, 62, 66, 70) dispose 
sur le support, le support etant de preference fabri- 
qu6 lors d'un procede de moulage par injection par- 
tiellement k partir de matieres premieres pouvant 
§tre metallisees et partlellement k partir de mati&res 
premieres repoussant le metal, la surface (3) du 
support (1, 50) etant composee de zones repous- 
sant le metal et de zones pouvant §tre metallisees 
(5), le deuxifcme circuit imprime etant fabriqu6 en 
metallisant la piece m Stall isable de la surface du 
support, le premier circuit imprime dispose sur la 
carte de circuits imprimis etant relie de maniere k 
laisser passer Electricity dans le deuxi&me circuit 
imprime dispose sur le support et la carte de circuits 
imprimes etant placee sur le support. 

2. Procede selon la revendication 1 , 
caracterlse en ce que 

lors de la metallisation k partir de la surface (3) du 
support (1 , 50), un contact en saillie (6, 20, 11 , 35) 
est d6form6 sur le deuxieme circuit imprime (2, 62, 
66, 70). 

3. Procede selon la revendication 2, 
caracterlse en ce qu 1 

une surface de contact (9) reli6e au premier circuit 
integre de la carte de circuits imprimis est coliee 
au contact (6) k Paide d'une colle conductrlce (10). 

4. Proc6de selon Tune des revendications 2 ou 3, 
caracterlse en ce que 

le contact (20) est insere dans une ouverture (24) 
de la carte de circuits imprimes, k partir d'un cote 
opposS k la su rf ace (3) du support (1,50) de la carte 
de circuits imprimis, un poingon (25) est applique 
sur le contact, ie contact (20) se propage au moins 
sur le cot 6 oppose k la surface du support de la car- 
te de circuits imprimes, grdce k la force transmise 
via le poincon, et le contact propage s'appuie sur 
une surface situ6e sur la carte de circuits imprim6s 
et reliee au premier circuit eiectrique (22) de manie- 
re k laisser passer I'eiectricite. 

5. Procede selon la revendication 4, 
caracterlse en ce que 

le contact (20) s'echauffe au cours d'un contact via 
le poincon (25) ou avant celui-ci. 

6. Proc6d6 selon la revendication 1 , 
caracterlse en ce qu 1 

un contact (6) en saillie refie au deuxieme circuit 
eiectrique (2) de manure k laisser passer I'eiectri- 
cite et sltue sur la surface (3) de la carte de circuits 
imprimis est place sur la carte de circuits imprimes, 
et le contact est colie k une surface de contact du 
premier circuit imprime. 



7. Precede permettant de relier les cartes de circuits 
imprimes d'un vehicule automobile, au cours du- 
quel les cartes de circuits imprimes (57) sont mises 
en contact avec un support, selon un procede con- 
5 forme k I'une des revendications 1 k 6 precedentes, 
caracterlse en ce que 

les cartes de circuits imprimes sont constituees de 
composants eiectriques, les cartes de circuits Im- 
primes sont placees dans un module du poste de 
10 pilotage (50), et les cartes de circuits imprimes sont 
respectivement reliees les unes aux autres de ma- 
nure k laisser passer I'eiectricite via les deuxldmes 
circuits imprimes disposes sur le support. 

is 8. Dispositif comprenant un support (1, 50) et au 
moins une carte de circuits imprimes (7, 21 , 30, 57, 
60, 81) dans un vehicule automobile, dans lequel 
les premiers circuits imprimes (8, 22, 65) et les com- 
posants eiectriques (59, 64) sont places sur la carte 

20 de circuits imprimes (7, 21, 30, 57, 60, 81), les 
deuxiemes circuits imprimes (2, 62, 66, 70) sont 
places sur le support (1 , 50) et les premiers et les 
deuxiemes circuits imprimes sont relies les uns aux 
autres de maniere k laisser passer I'eiectricite, se- 

25 ion un procede conforme aux revendications 1 k 6. 

9. Dispositif selon la revendication 8, 
caracterlse en ce que 

le support (1 , 50) est une piece d'un boTtier pour au 
so moins une carte de circuits imprimes (7, 21 , 30, 57, 
60, 81). 

10. Dispositif selon I'une des revendications 8-9, 
caracterlse en ce que 

35 le support (1 , 50) est compose au moins partielle- 
ment de polyamide pouvant £tre metallise et au 
moins partlellement de polyamide repoussant le 
metal. 

40 11. Dispositif selon I'une des revendications 8-1 0, 
caracterlse en ce qu 1 

au moins une carte de circuits imprimes est une 
feuille flexible (81). 

45 12. Dispositif selon I'une des revendications 8-1 1 , 
caracterlse en ce qu 1 

un grand nombre de cartes de circuits imprimes (30, 
31 , 32, 60, 67, 69) est place dans le vehicule auto- 
mobile, et reiectronique de commande est placee 
so sur les cartes de circuits imprimes (30, 31 , 32, 60, 
67, 69) pour un dispositif d'affichage (61), pour un 
dispositif de contrdle de ciimatisation (75), pour un 
dispositif radio et/ou pour un dispositif de navigation 
(58). 

55 

13. Dispositif selon la revendication 12, 
caracterlse en ce que 

les cartes de circuits imprimes (30, 31 , 32, 60, 67, 



7 



13 



EP 1 256 144 B1 



69) sont au moins partiellement entour6es d'une 
couverture de blindage 6lectromagn6tique (80). 
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